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Befestigungstechniken von Drahten und Kabeln
auf Oberflachen bei hohen Zentrifugalkraften

Einfithrung

DMS werden héufig zu spannungsanalytischen Zwecken
auf rotierenden Teilen, z. B. Kompressor- oder Turbinenro-
toren, Antriebswellen, Rédern, Zahnridern und dergleichen
angewandt. Bei groBen Strukturen, oder wenn hohe
Geschwindigkeiten vorliegen, konnen Zentrifugalkrifte
auftreten, die mehrere hunderttausendmal groBer sein
konnen als die Kréafte aufgrund der normalen Erdbeschleu-
nigung. Die Beschleunigungskrifte eines mit 50.000U/min
drehenden Teils, welches einen Radius von 75mm hat,
liegen beispielsweise bei 200.000g. Das unten gezeigte
Diagramm gibt einen Uberblick iiber die bei bestimmten
Radien und Drehzahlen auftretenden Beschleunigung-
skrifte.

Bei DMS-Anwendungen, die hohen Zentrifugalkriften aus-
gesetzt sind, ist also nicht nur eine gute DMS-Klebung

wichtig, sondern die Sicherung der Verdrahtung hat eine
ebenso groe Bedeutung, um Schiden an den DMS zu ver-
meiden. Auch der Temperatureinsatzbereich und andere
Umgebungsfaktoren werden die Auswahl von Verdrah-
tungsmaterial, Lotzinn, Befestigungstechnik und Schutzab-
deckungen beeinflussen.

Fiir Langzeitanwendungen mit Arbeitstemperaturen zwi-
schen -75°C und +200°C und bei kurzzeitigen Messungen
bis etwa +260°C ist M-Bond GA-61 sowohl als Kleber wie
auch als Schutzabdeckung das empfohlene Material.
M-Bond GA-61 kann durch M-Bond AE-10 oder M-Bond
AE-15 ersetzt werden, wenn die Temperaturen -75°C bis
+95°C in keiner Richtung tiberschreiten. Das unterschiedli-
che Installationszubehor, das in diesem TechTip erwihnt
wird, ist in unserem Katalog A-110 fiir das gesamte
DMS-Zubehor beschrieben.

100
—— 1000
.__.ZZ,A_,A _
& & Ry | ST I —
& S $ RS SIS TS —
10 a7
— A\ TTNTNT S ST TN ns)
S e e e :
" AR @é‘@i@‘ﬁ— Qs‘ﬁg‘@‘é“@ 100 g
() — @
2 — =]
o _ 3
i _ 3
1.0
10 100 1,000 10,000 100,000 M
"g" - KRAFTE

Document Number: 10530
Revision: 17-Mai-10

Flr technische Fragen: mm.de @vishaypg.com

www.micro-measurements.com

1

410N HO3L1


http://www.micro-measurements.com

TECH NOTE

Instruktions Bulletin TT-601

VISHAY

=M:=M: Micro-Measurements

PRECISION
"/ GROUP

Befestigungstechniken von Drahten und Kabeln
auf Oberflachen bei hohen Zentrifugalkraften

Klebebefestigung von Verdrahtungen
Schritt 1

Der Oberflachenbereich, entlang dem die Drihte gefiihrt
werden sollen, wird chemisch gereinigt, wobei die Proze-
duren angewandt werden sollen, die bei der Oberflichen-
vorbereitung zur DMS-Klebung gelten.

Schritt 2

Mit MJG-2 Mylar®-Tape eine Maske herstellen, um den
mit Kleber zu benetzenden Bereich auf die notwendige Fla-
che zu begrenzen.

Schritt 3

Mit einem Spatel eine diinne, gleichméBige Schicht
M-Bond GA-61 auftragen. M-Bond AE-10 oder AE-15
erlauben das Auftragen mit einem Pinsel. Mylar®-Tape ent-
fernen und M-Bond GA-61 1 Stunde bei +175°C aushérten.
M-Bond AE-10 oder AE-15 bei niedrigeren Temperaturen
(s. Gebrauchsanweisung fiir diese Kleber).

Achtung: Nicht ausgehirtete Klebersysteme vorsichtig
handhaben. Um Hautkontakt zu vermeiden, immer mit
Schutzhandschuhen arbeiten. Ist Hautkontakt mit Harz
erfolgt, sofort mit Wasser und Seife griindlich waschen.

Schritt 4

Oberflache der ausgehidrteten Kleberschicht mit SCP-3
Schmirgelpapier (Kérnung 400) oder Bimssteinpuder leicht
anschmirgeln, sodass ein mattes Oberflichenfinish zum
Auftragen weiterer Kleberschichten entsteht.

Schritt 5

Entsprechendes Verdrahtungsmaterial auswihlen.
Drihte/Litzen mit PVC- oder Teflon®-Isolation werden fiir
hohe Beschleunigungsfelder nicht empfohlen, da sich das
Leitermaterial aus der Isolation herausschieben kann.
Drahtchen mit Lackfilm-Isolation wie 130-AWN,
130-AWQ, 134-AWN, 134-AWP, 134-AWQ oder
136-AWP sind empfehlenswert. Isolationsfreie Kupfer-
oder verzinnte Kupferdrihte kdnnen benutzt werden, wenn
der Vorgehensweise zur Isolation in diesem TechTip gefolgt
wird.

PVC- oder teflonisierte Dridhte konnen benutzt werden,
wenn man im Bereich hoher g-Felder die Dréhte abisoliert
und die Isolation am Draht nur im Bereich niedriger
Beschleunigung (in der Nihe des Rotationszentrums)
beldsst, um so ein Kabelspleiflen zu vermeiden.

Schritt 6

Drihtchen am DMS anl6ten mit einem Lotzinn, welches
einen Schmelzpunkt von +220°C oder hoher hat.

Achtung: Die Messtemperatur muss stets mindestens 20K
unter dem Schmelzpunkt des Lotzinns bleiben.

Schritt 7

Drihtchen gut mit M-Prep Neutralizer 5A sédubern und mit
HeiBluft oder einer anderen wirksamen Methode trocknen.

Schritt 8

Drihte entlang der gedachten Route auslegen und alle
25mm mit Draht oder Mylar®-Tape niederhalten.

Schritt 9

Mit dem Spatel kleine Mengen von M-Bond GA-61 auf die
Drahtchenbereiche zwischen den Niederhaltepunkten auf-
tragen. Darauf achten, dass keine Luftblasen eingearbeitet
werden. Harz hinreichend aushirten, typischerweise etwa
1,5 h Stunde bei +150°C.

Schritt 10

Niederhalter-Tape oder -Draht entfernen und dort ebenfalls
M-Bond GA-61 auftragen. 2 Stunden bei +175°C oder 1
Stunde bei +190°C komplett aushérten.

Schritt 11

Sind aerodynamisch giinstige Oberflichenformen erforder-
lich, mehrere Schichten auftragen. Jede Schicht leicht
anschmirgeln, um gute Klebehaftung zwischen den Schich-
ten zu erreichen. Ist eine hinreichend hohe Kontur aufge-
baut, mit Schleiftechnik auf aerodynamisch erforderliche
Form abschleifen. Eine letzte diinne Schicht ergibt dann
eine glatte, glanzende Oberfldche.

Methode mit Glasfasergewebe

Die folgende Vorgehensweise kiirzt den Klebeprozess fiir
Dréhtchen betréchtlich ab. Allerdings kann sie die Steifig-
keit und die Eigenfrequenz bei Anwendung auf Werkstof-
fen niedrigen E-Moduls stark beeinflussen.

Schritt 1

Chemische Reinigung der Oberflédche (s. Schritt 1 des vori-
gen Kapitels).

Schritt 2

Verdrahtungsmaterial auswéhlen (s. Schritte 5, 6 und 7 des
vorhergehenden Kapitels).

Schritt 3

FGC-1 Glasfasergewebe auf gewiinschte Lange schneiden.
Eine zweite Schicht Glasfasergewebe wird benotigt, wenn
nicht-isolierte Drihte benutzt werden, oder wenn lackfilmi-
solierte Drihte {iber ihrer spezifizierten Anwendungstem-
peratur eingesetzt werden.

®Mylar und Teflon sind eingetragene Warenzeichen von DuPont.

www.micro-measurements.com
2

Fir technische Fragen: mm.de @vishaypg.com

Document Number: 10530

Revision 17-Mai-10


http://www.micro-measurements.com

Instruktions Bulletin TT-601

VISHAY
‘ﬁ’ PRECISION Micro-Measurements SM=M:=
Befestigungstechniken von Drahten und Kabeln
auf Oberflachen bei hohen Zentrifugalkraften
Schritt 4 Schritt 7

Glasfasergewebe auf eine saubere Glas- oder Metallplatte
legen. Mit dem Spatel eine grof3ziigige Menge von M-Bond
GA-61 in das Gewebe einarbeiten. Umdrehen, und von der
anderen Seite ebenfalls Kleber einarbeiten, sodass die
gesamte Gewebedicke mit Harz gefiillt ist. Wenn notwen-
dig, die Gewebebreite beschneiden, um Fransenbildung zu
vermeiden. Schere danach sofort mit Losungsmittel abwi-
schen (GC-6 Isopropyl-Alkohol, CSM-1A oder derglei-
chen).

Achtung: Hautkontakt mit Kleber vermeiden (s. Hinweis
unter Schritt 3 im vorhergehenden Kapitel).

Schritt 5
Klebebandmaske auf der Oberflache herstellen (s. Schritt 2

im vorhergehenden Kapitel), dann die eingegrenzte Flache
mit einer diinnen Schicht des Klebers benetzen.

Schritt 6

Das erste mit Harz getrankte Gewebestiick auf die Oberfla-
che aufpressen (dieser Schritt entféllt, wenn mit isolierten
Dréhten gearbeitet wird).

Drihte auf das Gewebe legen und mit geeignetem Werk-
zeug etwas eindriicken. Drihte leicht voneinander getrennt
halten. Drihte mit Harz benetzen. Einarbeiten von Luftbla-
sen vermeiden.

Schritt 8

Zweite Gewebeschicht auf die Drihte auflegen und anpres-
sen.

Schritt 9

Das Ganze jetzt mit einem Streifen TFE-1 Teflon®-Film
abdecken, Silikongummiplatte SGP-2 auflegen und diinne,
entsprechend konturierte Aluminiumdruckplatte aufpres-
sen. Mit Mylar®-Tape fixieren. Anpressdruck wihrend des
Aushértens aufrecht erhalten.

Schritt 10

Bei Anwendung mit M-Bond GA-61 2 h bei +175°C aus-
hérten. Bei Anwendung mit M-Bond AE-10 erfolgt das
Aushirten fiir 1 h bei +65°C oder 6 h bei Raumtemperatur.

Schritt 11

Anpressmaterial entfernen. Ist eine zusétzliche Harzschicht
erforderlich, wird die entstandene Oberflache leicht ange-
schmirgelt und die zusidtzliche Schicht aufgebracht und
ausgehértet. Eine diinne letzte Schicht wird eine glatte,
glanzende Oberfldche ergeben.
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